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SOLDERJET BUMPING ZUM
AUFBAU MIKROOPTISCHER
SYSTEME

Die Integration optischer, elektronischer
und mechanischer Bauelemente auf
intelligenten Systemplattformen erlaubt
die weitere Miniaturisierung von kom-
plexen, multifunktionalen und hybriden
Baugruppen. Laserstrahlbasiertes Solderjet
Bumping als innovatives stoffschlissiges
Flgeverfahren ermdglicht gegentiber
polymerbasierten Klebstoffen die Erfillung
hoherer Anforderungen bezglich:

= mechanischer Festigkeit,

= L angzeitstabilitat,

= klimatischer Wechselbelastung,

= Strahlungsresistenz und

= Vakuumkompatibilitat.

Durch die Integration der Verfahrensschrit-
te Lotzuflihrung, Bereitstellung der lokalen
Inertatmosphare, Umschmelzen und Lot-
applikation ist der Prozess automatisierbar
und flexibel in 3D-Montageumgebungen
einsetzbar.

= Raumlich und zeitlich begrenzter Eintrag
thermischer Energie

= Kontaktfreie Erwarmung und Lot-
applikation unter N -Atmosphare

= Prézise dosierbares Lotvolumen

= Gleichzeitige mechanische, elektrische
und thermische Kontaktierung

= Flussmittelfreie Prozessfihrung zur
Vermeidung von Kontamination

= Flgegenauigkeit < 0,5 pm

Aufbau komplexer, hybrider und miniatu-

risierter optischer und mikromechanischer

Systeme, wie zum Beispiel:

= Kollimations- und Strahlformungsoptiken
flr Faserkoppler und Diodenlaser,

= miniaturisierte optische Messtechnik,

= Fixierung von mikrooptischen Bauteilen
und MEMS/MOEMS-Komponenten.



